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Auf den Bescheid vom 16.08.2004: 



Es werden ein neuer Anspruch 1 und umnummerierte Anspruche 2 bis 7 vorgelegt, die 
dem weiteren Prufungsverfahren zu Grunde gelegt werden sollen. 



Der neue Anspruch 1 enthalt die Beschrankungen der geltenden Anspruche 1 und 2, 
insofern, dass erein organisches elektronisches Bauteil beansprucht, in dem eine hohe 
Auflosung der leitfahigen, strukturierten Schicht (I kleiner 10 pm) einer Laser-technik 
zur Strukturierung verbindet. 



Dies ist in keiner der Entgegenhaltungen offenbart oder nahe gelegt. 



In D1 wird offenbart, dass uber aufwendige Prozessschritte, wie in der Beschreibung zu 
Figur 1 beschrieben eine hohe Auflosung der Source/Drain Elektroden machbar ist. 
Dort wird explizit erwahnt, dass erst eine dunnste Goldschicht aufgebracht wird, dann 
eine SAM-Schicht (self-assembled monolayer) aus einem Material wie Polydimethylsi- 
loxane durch eine speziell feine und hochauflosende Druckmethode aufgebracht wird, 
schlielilich das Gold, dort wo es nicht von der SAM-Schicht bedeckt wird, herausgeatzt 
wird und schliedlich in einem weiteren, vierten Prozessschritt die SAM-Schicht durch 
Erhitzen und Bestrahlung wieder entfernt werden muss. 
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Trotzdem stellt sich D1 die Aufgabe, die auch gemafc der vorliegenden Erfindung gelost 
werden soli, die einfache und gGnstigster weise im Rolle-zu Rolle Verfahren ausfuhrba- 
re hochauflosende Aufbringung einer leitfahigen strukturierten Schicht (vgl- Seite 742 
linke Spalte unten). Die Verwendung eines Lasergesteuerten Strukturierungsverfah- 
rens wird jedoch nach dem Stand der Technik imnrier ausgeschlossen, weil das wissen- 
schaftliche Vorurteil besteht, dass in bei leitfahigen Schichten organischer elektroni- 
scher Bauteile die Laserstrukturierung das Bauteil zu stark schadigen konnte. Deshalb 
wird auch gema.& D1, obwohl Laserstrukturierung zur damaligen Zeitz wohl bekannt 
war, Laser nicht erwahnt. 

Weder D2 noch D3 erwahnen Laserstrukturierung. 

Lediglich in D4 wird Laserstrukturierung genannt, jedoch im Zusammenhang mit der 
Strukturierung selbst-emittierender organischer Funktionspolymere. Bei diesen Materia- 
lien findet Laserstrukturierung Anwendung, weil bei diesen Polymeren die Strahlungs- 
anregung so weit erforscht ist, dass abschatzbar ist, inwieweit Laserbeschuss die Mate- 
rialien beeinflusst. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass eine Laserstrukturierung fQr leitfahige 
Schichten von organischen elektronischen Bauelementen bis zur Veroffentlichung der 
Anmeldung unbekannt und nicht nahe liegend waren. Insbesondere die Kombination 
von hochauflosender Strukturierung leitfahiger Schichten und Laser ist nirgends vor 
beschrieben. 




Anlage 

Neue Anspruche 1-7 



Zusammenschluli Nr. 39 
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Pa t ent anspruche 

1. Organisches elektronisches Bauteil mit einem Abstand 1 
zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen 
einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10/im, bei dem 
zumindest eine Leiterbahn und/oder eine Elektrode in einer 
Vertiefung einer unteren Schicht liegt, wobei die Vertiefung 
mittels eines Lasers erzeugt wurde das heiSt, dass sie steile 
Wande, scharfe Konturen uhd eine relativ raue Bodenoberf lache 
hat . 

2 . Verf ahren zur Herstellung eines organischen elektronischen 
Bauteils bei dem zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder 
einer Elektrode zumindest eine Vertiefung in eine untere 
Schicht oder das Substrat mittels Laser und Maske eingebrannt 
wird, wobei diese Vertiefung steile Wande, scharfe Konturen 
und eine raue Oberf lache am Boden hat, und in einem nachfol- 
genden Prozessschritt mit leitfahigem uberwiegend organischem 
Material gefiillt wird. 

3. Verf ahren nach Anspruch 2, bei dem das leitfahige Material 
in die Vertiefung eingerakelt wird. 

4. Verf ahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, bei dem uber- 
flussiges leitfahiges organisches Material in einem auf die 
Befullung der Vertiefung mit diesem Material folgenden Pro- 
zessschritt abgewischt wird. 

5. Verf ahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, bei dem ein 
gepulster Laser, beispielsweise ein Excimer-Laser eingesetzt 
wird. 

6. Verf ahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, das in einem 
kontinuierlichen roll-to-roll Prozess durchgefuhrt wird. 
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7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Rolle, die das 
uberflussige organische Material abwischt, langsamer dreht 
als die anderen Rollen. 



